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0. 適用型式 

本アプリケーションノートは以下の製品に適用します。ただし、製品化に合わせ製品仕様書を発行しますので、内容を変

更する場合があります。 

 

表 0.1 適用製品 

製品名 受電対応 FG出力仕様 関連 SPEC 

ECN30300S 
AC100V系 

3パルス/周期 
製品仕様書 No.IC-SP-09001 

ECN30301S 1パルス/周期 
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1. 概要 

 

1.1 DI (Dielectric Isolation) 

本 ICは、低圧・高圧系のデバイスをワンチップに収納しています。 

各デバイス間の耐電圧性を確保するため“誘電体分離技術”を用いています。 

日立の誘電体分離技術は以下のような特徴があります。 

 

 

■■日立インテリジェントパワーICは．．． 

 

■論理素子とパワースイッチング素子とのワンチップ化が可能 

素子間はもちろん、素子と基板間の相互干渉がありません 

 

日立高耐圧モノリシック ICは、独自の誘電体分離(DI)技術によって開発したインテリジェント 

パワーICです。素子間および素子と基板間でラッチアップがない構造にできるため、高耐圧、 

大電流出力回路とロジック回路が混在しても IC化が可能です。従来のディスクリート構成基板、 

ハイブリット ICに比べ小型化が図れます。 

 

 

■ラッチアップフリー構造で用途を大きく広げます 

 

誘電体分離技術によって開発した日立高耐圧モノリシック ICは、PN接合分離と異なり SiO2層 

で素子間を分離しています。このため高温、大電流、ノイズ等の厳しい条件下でもラッチアップ 

しない設計が可能です。回路デザインの自由度も極めて高く、お客様のニーズに柔軟に対応する 

ことができます。 

 

図 1.1.1 誘電体分離と PN接合分離 
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1.2 プリドライバ ICの構成 

日立プリドライバ ICは、インバータ制御に必要な様々な構成素子、回路を DI技術によってワンチップに集積したモノリ

シック ICです。MOS(Metal Oxide Semiconductor)や IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)で構成されるインバータ回

路(3 相ブリッジ)を駆動するモータ制御用 IC です。特に 3 相 DC ブラシレスモータの制御に適しています。制御基板が小さ

くできるため、モータに内蔵してシステムを小型化することが可能です。 

 

 

Control Circuit 

Logic Level Shift 

プリドライバ IC 

 

（モータ内蔵可能） 

IGBT 

Driver 

 

IGBTモジュール、 

パワーMOSFET等 

 

 
 

図 1.2.1 プリドライバ ICの構成 

 

1.3 システム構成 

インバータは、直流を交流に変換する装置であり、モータ駆動に利用することで効率の良い可変速制御ができます。この

ために必要なシステムの基本構成を図 1.3.1 に示します。3 相モータをインバータで駆動するため、6 個の MOS または IGBT

のスイッチング素子と還流ダイオードを出力段とし、駆動電源回路、レベルシフト回路、およびスイッチング素子制御のた

めのロジック回路等で構成されています。 

また本 ICは、高耐圧仕様のため商用交流電源を整流した高電圧を直接受電することができます。これによって降圧回路が

不用なため、電圧変換による効率低下を抑制します。 
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図 1.3.1 システムの基本構成(例) 
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1.4 モータ駆動方式 

一般に 3 相インバータは、6 個の出力段素子の通電方法によって 120 度通電と 180 度通電の二つの駆動方式があります。

各相の通電期間が 120度となるように上アーム側、下アーム側の素子を制御することで、U相→V相→W相と転流動作を行い、

モータ駆動する方法が 120度通電です。本 IC(VSP入力シリーズ)は、120度通電方式の利便性を生かしつつ約 30度分のオー

バーラップ通電を設けた、日立独自の広角通電方式を採用しました。ホール素子による位置信号と速度指令となる VSP信号

を入力することで、上下アームのチョッパ動作によって PWM制御を行います。 

なお、180 度通電方式用途向けには、6 個の出力段素子を各々の入力信号によって制御可能な 6 入力シリーズ

(ECN30531/30541)を用意しています。 

 

1.5 ICブロック図 

本 ICのブロック図を図 1.5.1 に示します。 

ECN30300S/30301S は、同一ブロック図となるコンパチブル仕様です。 

FG端子の IC内部接続の違いによって、ECN30300と ECN30301 に区別されます。 

AC受電電圧は、外部整流器によって直流電圧に変換されます。ここでは VS電源が直流電圧に相当します。 
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 ※1 太枠内がプリドライバICを示します。 

 

図 1.5.1 プリドライバ ICブロック図 

 

1.6 既存製品との比較 

既存製品シリーズとして、ECN3030F, ECN3031F
*1
があります。(以下 ECN3030Fシリーズ) 

基本的に VSP入力にてモータ駆動するプリドライバ ICとして、本対象製品 ECN30300S, ECN30301S(以下 ECN30300S シリー

ズ)相当の機能を有していますが、完全な互換製品ではありません。これらの比較概要を表 1.6.1 に、ECN3030F シリーズの

代表ブロック図を図 1.6.1に示します。 

 

注 *1) 廃止製品 
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表 1.6.1 既存製品との比較 

No. 
分

類 
項目 

端子/ 

記号 
単位他 

ECN3030F シリーズ ECN30300S シリーズ 

E
C
N3
03
0F
 

E
C
N3
03
1F
 

E
C
N3
03
00
S 

E
C
N3
03
01
S 

1 

機
能 

相切替時オーバーラップ － － 
なし 

(下アーム PWM) 

あり 

(上下アーム交互 PWM) 

2 ホール入力対応 － － ホール IC 

ホール素子 

(※ホール ICは外部回路

追加による) 

3 FG出力 － 
パルス/ 

周期 

3 

(ワンショットパルス) 
3 1 

4 MCR端子 MCR － あり なし 

5 逆転端子 RWD － あり なし 

6 出力オールオフ機能 VSP － なし 
あり 

(VSP 1.23V typ.以下) 

7 GH端子 GH － なし あり 

8 

最

大

定

格 

高圧素子耐圧 
C+,VS,M

U,MV,MW 
V 250 250 

9 電源電圧 VCC V 18 20 

10 C+～VS間端子電圧 C+,VS V なし 追加：20 

11 GH端子許容電圧 GH V なし 追加：-5～VCC 

12 FG端子電圧 FG V なし 追加：-0.5～VB+0.5 

13 VB電源出力電流 CB mA なし 追加：50 

14 

特
性 

動作電源電圧 VS V Min.10 Min.10 

15 スタンバイ電流(VS端子) IS mA 
Typ.1.0 

Max.2.5 

Typ.0.3 

Max.0.5 

16 出力ソース電流 IO+T mA 

Min.30 

Typ.50 

Max.100 

Min.60 

Typ.100 

Max.200 

17 ハイレベル出力電圧(ソース) VOHT V 
Typ.4.5 

Max.6.0 

Typ.5.0 

Max.6.0 

18 電流制限用基準電圧 Vref V 

Min. 0.45 1.107 0.45 

Typ. 0.50 1.230 0.50 

Max 0.55 1.353 0.55 

19 VSP端子入力電流 IVSPH μA Max.50 Max.100 

20 RS端子入力電流 IILRS μA なし 追加：Min.-100 

21 電流制限遅延時間 Tref μs なし 
追加：Typ.3 

Max.6 

22 FG端子出力抵抗 RFG Ω 
Typ.250 

Max.400 

Typ.200 

Max.400 

23 LVSD  
動作電圧 LVSDON V 

なし 

(動作説明あり) 

追加： 

Min.11.0,Typ.12.0,Max.12.9 

回復電圧 LVSDOFF V 
追加： 

Min.11.1,Typ.12.5,Max.13.0 

24 パ
ッ
ケ
ー
ジ 

外形 － － FP-28DJ(JEDEC) 
SOP28(JEITA) 

短リードタイプ 

25 熱抵抗(基板実装) Rja ℃/W 約 100 
82 

(参考値) 

注 1.この表は相違点の概要をまとめたもので、相違点のすべてを保証するものではありません。詳細は個別製品仕様書にて

確認ください。
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図 1.6.1 ECN3030F シリーズのブロック図 
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2. 製品仕様書の記載事項 

製品仕様書(スペック)には次の項目が記載されます。 

(1)最大定格 

・IC破壊等につながる直接的な条件(電気的、熱的な使用条件)を記載し、条件規定のうえ安全範囲を最小値また

は最大値で表します。 

 

・各項目は、それぞれ独立した項目として規定されています。また、これらの項目はいかなる使用条件でも超え

てはならないという定格値を表しています。最大定格の項目は、他の特性と相互に関連しており、それぞれ同

時に許されるものではありません。 

 

(2)電気的特性 

・ICの機能を代表する電気的な特性項目を規定し、最小値、標準値、最大値を記載しています。 

 

(3)機能・動作 

・真理値表、タイムチャート、保護機能等について記載しています。 

 

(4)標準アプリｰケーション 

・ICを機能させるための外付け部品を記載しています。 

 

(5)端子配置、端子説明 

・端子配置と端子名および端子の説明を記載しています。 

 

(6)検査 

・検査条件について記載しています。 

 

(7)注意事項 

・静電気、最大定格、取り扱いに対する注意事項などを記載しています。 

 

(8)運用 

・取り扱い安全動作領域や各種ディレーティングについて記載しています。 

 

(9)補足・参考資料 

・パッケージ外形、マーキング他、取り扱いに関する資料と、技術情報を記載しています。 

 

3. ディレーティング 

最大定格に対してどの程度のディレーティングをするかということは、信頼性設計の中で重要な問題です。 

システムの設計の段階で考慮すべき項目は、電圧、電流、電力、負荷などの電気的ストレスと、温度、湿度などの環境

条件、あるいは振動、衝撃などの機械的ストレスのディレーティングなどです。 

 

表 3.1に信頼性設計上考慮すべきディレーティング基準例を示します。これらのディレーティングの項目について装置

の設計段階で考慮されることが信頼性確保のうえで望ましく、基準内に設定することが困難な場合については、最大定格

がより大きなデバイスを選定するなどの別の手段が必要になります。当社営業窓口へご相談願います。 

 

表 3.1 ディレーティング設計基準例 

項目 ディレーティング基準(例) 

接合温度(Tj) 110℃以下 

VS電源電圧 185V以下 
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4. 各端子の機能 

 

4.1 端子の説明 

表 4.1.1に本 ICシリーズの端子について説明します。 

表4.1.1 端子の説明 
端子 

番号 

端子記号 端子の説明 備考 

1 FG モータ回転数モニター用出力端子。  

2 HUP U相ホール信号プラス側入力端子。  

3 HUN U相ホール信号マイナス側入力端子。  

4 HVP V相ホール信号プラス側入力端子。  

5 HVN V相ホール信号マイナス側入力端子。  

6 HWP W相ホール信号プラス側入力端子。  

7 HWN W相ホール信号マイナス側入力端子。  

8 VSP 速度指令入力端子。  

9 CR PWM周波数設定用抵抗、コンデンサ接続端子。  

10 VTR PWM周波数設定用抵抗接続端子。  

11 RS 過電流検出信号入力端子。  

12 CB 内蔵 VB電源端子。  

13 NGU U相下アームゲート駆動用出力端子。  

14 NGV V相下アームゲート駆動用出力端子。  

15 NGW W相下アームゲート駆動用出力端子。  

16 GH 下アーム出力の基準端子。(電流検出抵抗を接続)  

17 GND 制御系グランド端子。  

18 VCC 制御系電源端子。  

19 CL チャージポンプ回路用端子。 注 1 

20 VS 高圧電源端子。 注 1 

21 C+ チャージポンプ回路用、上アーム駆動回路電源端子。 注 1 

22 PGW W相上アームゲート駆動用出力端子。 注 1 

23 MW W相上アーム出力の基準端子。 注 1 

24 PGV V相上アームゲート駆動用出力端子。 注 1 

25 MV V相上アーム出力の基準端子。 注 1 

26 N.C 未接続端子。 注 2 

27 PGU U相上アームゲート駆動用出力端子。 注 1 

28 MU U相上アーム出力の基準端子。 注 1 

注1. 高圧系端子です。高い絶縁性を保つためにコーティング処理を施してください。 

注2. 内部ICチップと接続していません。 
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4.2 各端子の機能 

 

表 4.2.1各端子の機能(1/5) 

No. 
端子 

記号 
項目 機能･注意事項 関連項目 備考 

1 VCC 制御系電源端子 ・上アーム、下アーム駆動回路、チャージポ

ンプ回路、内蔵 VB電源回路等に電源を供給

します。 

・CB端子に外部回路を接続する場合は、消費

電流に応じて供給電流が増加します。供給

電流が大きくなる場合は、本端子が発振し

ないよう配線抵抗の抑制やコンデンサを追

加するなど、インピーダンスが低くなるよ

うにしてください。 

・VCC の電源容量は、スタンバイ電流 ICC に

CB 端子から取り出す電流を加算し、マージ

ンを見て設定してください。 

・5.1 

(1)VCC 不足電圧検出動

作 

・8.3～8.7 

外来サージによるプリ

ドライバ IC破壊 

 

2 VS 高圧電源端子 ・上アーム駆動回路、チャージポンプ回路に

接続されています。 

・8.3～8.7 

外来サージによるプリ

ドライバ IC破壊 

高圧 

端子 

3 CB 内蔵 VB電源出力端子 ・内蔵 VB電源で生成した電圧(typ. 7.5V)を

出力します。 

・VB電源は IC内部回路(入力バッファ、過電

流保護等)に電源を供給します。また、外部

回路の電源として使用できます。 

・CB 端子には、発振防止用コンデンサ CO を

接続してください。容量は、0.22μF±20％

を推奨します。 

・5.3 VB 電源  

4 GND 制御系グランド端子 ・VCC系、VB電源系の GNDです。 －  

5 GH 下アーム出力の 

基準端子 

・GH 端子は各相下アーム MOS のソース側(あ

るいは IGBTのエミッタ側)に接続します。 

・シャント抵抗 Rs を接続し、過電流制限を

行います。 

・GH端子と GND間の電位は最大定格を越えな

いでください。 

・5.1 

(2)過電流制限動作 

 

6 NGU 

NGV 

NGW 

下アーム出力端子 ・外付け MOS または IGBT のゲート端子に接

続します。 

・ゲートにスイッチング速度調整用の抵抗や

コンデンサなどをつける場合は、消費電流

や出力電圧の跳ね上がりなどを考慮してく

ださい。 

  

 

VCC 

NGU 

NGV 

NGW 

GH 

 
図 4.2.1 下アーム出力端子の等価回路 
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表 4.2.1各端子の機能(2/5) 

No. 
端子 

記号 
項目 機能･注意事項 関連項目 備考 

7 MU 

MV 

MW 

各相上アーム出力の

基準端子 

・外付けインバータ回路の出力端子と 3相モ

ータに接続します。 

・本端子には内部回路の動作によって駆動電

流が流れます。 

 

 高圧 

端子 

8 PGU 

PGV 

PGW 

上アーム出力端子 ・外付け MOS または IGBT のゲート端子に接

続します。 

・ゲートにスイッチング速度調整用の抵抗や

コンデンサなどをつける場合は、消費電流

や出力電圧の跳ね上がりなどを考慮してく

ださい。 

・また、PGU-MU(PGV-MV,PGW-MW)間にインピ

ーダンスが小さくなる抵抗やコンデンサな

どを追加するとチャージポンプ電圧 VCP が

低下する場合があります。詳細は、5.2項を

参照してください。 

 

・5.2 チャージポンプ回

路 

高圧 

端子 

 

 

PGU 
PGV 

PGW 

MU 
MV 
MW 

C+ 

 

NMOS 

 
図 4.2.2 上アーム出力端子の等価回路 
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表 4.2.1 各端子の機能(3/5) 

No. 端子 

記号 

項目 機能･注意事項 関連項目 備考 

9 HUP 

HUN 

HVP 

HVN 

HWP 

HWN 

各相ホール信号入力

端子 

・HUP-HUN(HVP-HVN,HWP-HWN)間の電位差で内

部論理を決定します。 

・入力の最大定格は VB+0.5V です。 

・ノイズによる誤動作が見られる場合は、コ

ンデンサを設置してください。FG 信号を観

測するとノイズの影響を受けているか確認

できます。特に ECN30300 の場合は全相のタ

イミングエッジが確認できます。 

 

・製品仕様書 

ホール信号端子タイム

チャート 

 

 

VB 

HUP 

HVP 

HWP 

アンプ 
typ.20kΩ 

VB 

HUN 

HVN 

HWN 

typ.20kΩ 

 
図 4.2.3 ホール信号入力端子の等価回路 

10 VSP 速度指令入力端子 ・速度指令信号を入力します。 

この信号によって PWM信号を生成します。 

・VSP端子オールオフ動作電圧 Voff(typ. 

1.23V)以下の電圧を入力することによって

全アーム出力をローレベルにします。 

・ノイズが観測される場合は、抵抗あるいは

コンデンサの設置、または両者を設置してく

ださい。 

・5.4 電源シーケンス 

・5.5 VSP 入力タイプの

出力動作 

・8.1 外来サージによる

VSP 端子静電破壊 

 

・製品仕様書 

VSP 端子 

 

 

 

CR端子から 

typ. 

60kΩ 

 

VSAWL 

typ.2.1V 

VB 

VSP 

 

コンパレータ typ.300Ω 

 
図 4.2.4 VSP 端子の等価回路 
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表 4.2.1 各端子の機能(4/5) 

No. 端子 

記号 

項目 機能･注意事項 関連項目 備考 

11 CR 

VTR 

PWM周波数 

設定用端子 

・外部に接続する抵抗およびコンデンサによ

って、PWM(内部クロック)の周波数を決定し

ます。 

・周波数はおおむね次の式で決まります。 

f≒0.494/(C×R) (Hz) 

 

・5.5 (1)PWM 動作  

 
図 4.2.5 CR,VTR 端子の等価回路 

12 C+ 

C- 

CL 

上アーム駆動 

回路電源端子 

 

チャージポンプ 

回路用端子 

・上アーム駆動回路に電源を供給します。 

・外付け部品(コンデンサおよびダイオード)

を接続してください。 

・5.2 

チャージポンプ回路 

高圧 

端子 

 

 

内部クロック 

CL 

VS 

MU 
MV 
MW 

GND 

上アーム 
駆動回路 

C+ 

PGU 
PGV 
PGW 

 
図 4.2.6 C+,C-,CL端子の等価回路 

13 RS 過電流検出 

信号入力端子 

・Rs シャント抵抗の電圧をモニターし、過電

流状態を検出します。 

 

・5.1 (2)電流制限動作  

 

 
図 4.2.7 RS 端子の等価回路 

 

内部クロックトリガ 

Vref 

typ. 
220kΩ 

typ. 
200kΩ 

typ.300Ω 

VB 

RS 

typ. 
5pF 

ラッチ 
S 

R 

コンパレータ 

+ 

  

- 

VTR 

CR 

コンパレータ 

- 

+ 

VB 

VSAWH(typ.5.4V) 

VSAWL(typ.2.1V) H 

L 

コンパレータの出力 
による SW切換 

VB 

typ. 

300Ω 

typ.50Ω 

(内部クロック) 
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表 4.2.1 各端子の機能(5/5) 

No. 端子 

記号 

項目 機能･注意事項 関連項目 備考 

14 FG モータ回転数 

モニター用 

出力端子 

・HUP,HUN,HVP,HVN,HWP,HWN の入力信号に同期

してパルスを出力します。 

・出力パルスの周波数を測定することによっ

てモータの回転数をモニターできます。 

・パルス数は製品型式によって異なります。 

・8.2 外来サージによる

FG端子静電破壊 

 

・製品仕様書 

タイムチャート 

 

 
 

VB 

FG 

 
図 4.2.8 FG 端子の等価回路 

 

出力パルス数 

 

ECN30300:3パルス/周期 

ECN30301:1パルス/周期 
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5. プリドライバ IC機能・使用上のご注意 

5.1 保護機能 

(1)VCC 不足電圧検出動作 

・VCC 電圧が低下し LVSD 動作電圧(LVSDON)以下になると、上下アームの出力は入力信号に関わらずすべてローレベルとな

ります。 

・本機能はヒステリシス(Vrh)を持っており、再び VCC 電圧が上昇すると、LVSD 回復電圧(LVSDOFF)以上で入力信号に応じ

て出力する状態に戻ります。Vrhは約 0.5Vです。 

・モータ回転中に VCC不足電圧検出機能が動作すると、VS電源への回生電流が発生し VS電源電圧が上昇する可能性があり

ます。VS端子電圧は最大定格を超えないようにしてください。特に VS-GND間の容量が小さい場合は電圧が上昇し易いた

めご注意ください。 

 
図 5.1.1 VCC 不足電圧検出動作(LVSD 動作)タイミングチャート 

 

(2)過電流制限動作 

(a)過電流制限の動作 

・シャント抵抗 Rsによって、電流をモニターします(図 5.1.2参照)。GHと RS端子の電圧が電流制限用基準電圧(Vref=typ. 

0.5V)を越えると、PWM動作を停止し、上アームまたは下アームの出力をローレベルにします。 

・電流制限動作後のリセットは、内部クロック信号(VTR端子電圧)の 1周期ごとに行われます。 

 

 

 

図 5.1.2 シャント抵抗の電流(一例) 

 

LVSD動作電圧 
（LVSDON） 

入力信号に関わらずすべてロー

レベル 

LVSD回復電圧 
（LVSDOFF） 

VCC電圧 LVSD動作 

LVSDヒステリシス 
(Vrh） 

LVSD回復 

入力信号に応じた動作 入力信号に応じた動作 出力動作 

（LVSD動作状態） 

Vs 

VS 

MU 
MV 
MW 

R S 

モータ 
Reset信号 

ラッチ 
S 

R Vref 

出力 
駆動 
回路 

typ. 
220kΩ 

typ. 
5pF 

過電流保護回路 

+ 

- 

GH RS 
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図 5.1.3 RS 端子の内部等価回路 

 

(b)設定方法 

・過電流制限設定 IOは次式で求めます。 

    IO=Vref/Rs 

  ここで、 

      Vref:電流制限用基準電圧 

      Rs :シャント抵抗の抵抗値 

 

・電流制限設定においては、Vrefばらつき、Rsばらつき、および電流制限動作時に外付け MOSまたは IGBTがオフする

までの遅延時間を考慮する必要があります。実際にはインバータの出力電圧(IC の MU,MV,MW 端子に相当)およびモー

タ巻線電流を観測し確認してください。 

・図 5.1.4、図 5.1.5 に示すように本機能は、還流電流や電源回生電流等のシャント抵抗を正方向に流れない電流に対

して有効ではありません。 

 

電源電流 
IS 

遅延 

VTR端子電圧 

リセット信号 

電流制限設定値 
IO 

遅延 

OFF 

下アーム 

または上アーム出力動作 
ON ON 

出力がローレベル 

過電流を検出 

電流制限リセット 

電流制限動作状態 
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図 5.1.4 還流電流(例) 

 

 
図 5.1.5 電源回生電流(例) 

 

(c) RS端子のノイズについて 

・RS端子の内部には時定数約 1μsのフィルタを内蔵しています。 

・ノイズの影響で出力が誤動作する場合は、外部にフィルタを追加することが有効です。 

ただし、外部フィルタによって出力がオフするまでの遅延時間が増加しますので注意してください。 

 

 
図 5.1.6 RS 端子の内部等価回路 

(d)配線についての注意事項 

・シャント抵抗 Rsの配線は、極力短くしてください。GH端子は外付け MOS/IGBT のソース(エミッタ)に接続しているた

め、配線の抵抗およびインダクタンス成分が大きいと MOS/IGBT のソース(エミッタ)電位が変化し MOS/IGBT が異常動

作する可能性があります。 

・MOS/IGBT のソース(エミッタ)端子は、端子の近くで接続してください。シャント抵抗 Rs までの配線の抵抗成分のバ

ランスが悪いと各相の電流制限レベルが均一にならない場合があります。 

Rs 

GH 

内部クロックトリガ (IC内部) 

Vref 

Typ. 
220kΩ 

typ. 
200kΩ 

Typ. 

300Ω 

VB 

Typ. 
5pF 

ラッチ 
S 

R 

コンパレータ 

+ 

- 
Rf 

Cf 

外部フィルタ 

RS 

Vs 

VS 

MU 
MV 
MW 

R S 

モータ 
Reset信号 

ラッチ 
S 

R Vref 

出力 
駆動 
回路 

typ. 
220kΩ 

typ. 
5pF 

過電流保護回路 

+ 

- 

GH RS 

Vs 

VS 

MU 
MV 
MW 

R S 

モータ 
Reset信号 

ラッチ 
S 

R Vref 

出力 
駆動 
回路 

typ. 
220kΩ 

typ. 
5pF 

過電流保護回路 

+ 
- 

RS GH 
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(e)モータの軸ロック時の動作について 

・軸ロックが発生すると、モータの電流が徐々に増加し、電流制限機能が動作します。 

・PWM周期で電流制限機能の動作と復帰を繰り返し、電流制限設定値レベルの電流が常時通流します。 

・スイッチング素子が過熱し最大定格を超えないよう注意する必要があります。 

 

 

復帰 

過電流保護動作 

PWM周期 

モータ電流 

過電流保護設定値 I0 

 
図 5.1.7 モータロック時の電流波形(例) 

 

(3)短絡保護機能について 

・本 ICはインバータ短絡保護機能を有していません。インバータが短絡(負荷短絡、地絡、上下アーム短絡)した場合、

外付けのスイッチング素子過電流の破壊によってICが2次的に破壊する可能性がありますので外部で保護をしてくだ

さい。 

 

5.2 チャージポンプ回路 

5.2.1 チャージポンプ動作 

・図 5.2.1.1 にチャージポンプ回路のブロック図を示します。SW1,SW2 は VTR 端子に出力される内部クロックに同期し

て交互に ON/OFF動作を繰り返します。 

・SW1:OFF、SW2:ONのとき CL端子の電位は 0Vととなり、①の経路にてコンデンサ C1が充電されます。 

・次に SW1:ON、SW2:OFFとなり CL端子の電位が VS電位に持ち上がり、②の経路にてコンデンサ C1の電荷はコンデンサ

C2に汲み上げられます。 

・この動作をクロックの周波数で繰り返し、コンデンサ C2に電荷を充電します。 

・コンデンサ C2が上アーム駆動回路の電源となります。 

 

5.2.2 チャージポンプ電圧と上アーム出力外付け回路の制限 

・チャージポンプ回路によって VCC電源から汲み上げられた C＋～VS間の電源としての役割を以下に示します。 

(1)IC内の上アーム駆動回路への電源供給 

(2)上アーム出力ソース電流への供給 

・上アーム出力ソース電流のスペックは typ.100mAですが、チャージポンプ回路の動作上、定常的にこれを維持するこ

とはできません。出力回路に接続される MOS/IGBT のゲート回路は DC的に電流が流れない容量性負荷であるため、瞬

時的な電流を確保できるように設計されています。 

・DC的にソース電流を流し続けると、チャージポンプ電圧が低下し上アーム駆動回路の動作レベルを維持できなくなり、

誤動作を起こす可能性があります。このためチャージポンプ電圧を一定レベルに保つため、上アーム出力端子で定常

的に消費される電流を制限する必要があります。 

・図 5.2.1.1に、外付け回路の代表例として抵抗値 Rgsとコンデンサ Cgsを示します。定常的にチャージポンプ電圧を

低下させる要因は、主に Rgs です。Rgs 選定条件の一つとして、チャージポンプ電圧 VCP が 10V を下回らないように

してください。目安として、Rgsを 10kΩ以上としてください。 

・チャージポンプ動作は、VCC 電源投入と同時に開始されます。電源投入時にチャージポンプ電圧が正常に上昇するこ

と、またチャージポンプ電圧が安定した後に、VSP入力などの制御信号が入力されることを確認してください。 
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VCC 
クロック 

上アーム 

駆動回路 
+ - 

+ 

- 

C1 

C2 

SW1 

SW2 

内部 

D1 

D2 

CL 

C+ 

② 

① 

③ 

PGU， 

PGV， 

PGW 

Rs 

VS 

GND 

MU， 

MV， 

MW 

VS 

Rgs 

外付け回路 

Cgs 

 
図 5.2.1.1 チャージポンプ回路と外付け回路 

 

5.3 VB電源 

・CB端子に出力される VB電源(VB=typ. 7.5V)は、VCC電源によって生成されます。VB電源は、過電流保護回路等の IC

内部回路の電源となります。 

・VB電源回路は、フィードバック回路を使用しています。発振防止のため CB端子にはコンデンサ C0を接続してくださ

い。(図 5.3.1参照) 

・C0の容量は、外部回路がない場合、0.22μF±20％を推奨します。 

・外部回路がある場合、C0容量は大きいほど VB電源は安定する傾向にありますが、VCC電源投入時の立ち上がり速度が

遅くなるため、過度に大きくせず、目安として 2～3μF以下を推奨します。 

・また外部回路による消費電流が大きい場合、VCC ラインに変動が生じる場合があります。特に VCC の過渡的な変動は

VB電圧を発振させる場合がありますので、VCC端子近傍に必ずコンデンサ C1を追加してください。 
 

 

内部 

回路 

 

基準 

電圧源 

IC 内部 

VCC 
CB 

C0 

IB 

 

外部 

回路 
C1 

Vcc 

 
図 5.3.1 VB 電源等価回路 

 

5.4 電源シーケンス 

外付けブリッジ回路における MOS/IGBT 等のスイッチングデバイスの破壊を防止するため、以下の電源の投入遮断シーケ

ンスを推奨します。特にゲート電圧不足状態によって発生する電流飽和による熱破壊を防止します。 

 

投入順：  ①VCC, VS → ②VSP 

遮断順：  ①VSP    → ②VS, VCC 

 

なお、上アーム駆動回路はチャージポンプ電圧 VCP が担っているため、VSP の投入は VCP 電圧の安定を待ってから行う

ようタイミングの調整を行ってください。 

VCP の立ち上がり時間は、チャージポンプ回路の外付け回路定数や上アームソース電流に影響します。上アームソース

電流は、スイッチング素子のゲート容量とゲート周辺回路の消費電流で決まります。消費電流に応じて VCP立ち上がり時

間が遅くなるので注意が必要です。 
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5.5 出力動作 

5.5.1 PWM動作 

・PWM信号は、外部からの VSP入力電圧と三角波信号(CR端子電圧)の比較によって生成されます。 

・PWMによるチョッピングは上下アームで電気角 60度ごとに交互行います。(図 5.5.1参照) 

VSP入力電圧>三角波信号のとき：上または下アーム出力ハイレベル 

VSP入力電圧<三角波信号のとき：上または下アーム出力ローレベル 

・PWM デューティは三角波振幅レベルの下限値(VSAWL=typ. 2.1V)から上限値(VSAWH=typ. 5.4V)の間でリニアに変化し

ます。VSAWL以下で 0%、VSAWH 以上で 100%となります。タイミングチャートにおける[PWM1]に相当します。 
 

三角波信号 

(CR 端子電圧) 

VSP 入力電圧 

VSAWL 

(typ.2.1V) 

VSAWH 

(typ.5.4V) 

電源電流 (例) 

IS 

上または下アーム 

スイッチング素子動作 

[PWM1] 
ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF 

モータ巻線電流(例) 

上または下アーム 

スイッチング素子動作 

[PWM2] 

ON ON OFF OFF 

(VSP-VSAWL)/2 

オーバーラップ時 
 

 

図 5.5.1 PWM 動作のタイミングチャート 

5.5.2  オーバーラップ動作 

・120度通電した後、30度オーバーラップして通電します。このとき PWM信号の 1/2のデューティでチョッピングしま

す。これはタイミングチャートにおける[PWM2]に相当します。 

 

5.5.3 出力オールオフ機能 

本ICは、VSP端子の入力電圧がVoff(typ. 1.23V)を下回ると上下アーム出力がすべてローとなります。VSP入力電圧に対

する出力状態を表5.5.1 に示します。 

表5.5.1 VSP入力電圧に対する出力状態 

VSP入力電圧 上下アーム出力 

 0V ≤VSP < Voff 全相ロー 

Voff ≤VSP < VSAWL PWM1,PWM2ロー 

        VSP ≥VSAWL  PWM1,PWM2動作 

 

注意：モータ回転中に出力オールオフ動作が行われると、モータが回生モードとなります。このときに電源回生電流が

発生し、電源電圧が上昇する可能性があります。過電圧が最大定格を超えないようにしてください。 

 

5.6 内部フィルタ回路の動作 

・ホールアンプおよびラップ回路次段に、フィルタ回路(デジタルフィルタ)を備えています。(図 5.6.1参照) 

本フィルタ回路は、約 0.7μs幅以下の信号やノイズを除去します。 

 



PAJ-30300/30301-0 
関連資料：IC-SP-10017 R1 

23 / 37 

 

PGV 
CLOCK 

チャージポンプ  

下アーム  

駆動回路  

上アーム  

駆動回路  

GND 

CB 

CLOCK 

三角波 
発振回路 

VTR 

Vs 

D2 

C+ CL 

D1 

C1 
+ 

- 

Vcc 

三相分配回路  

RTR 

CTR 

 VSP 

過電流検出  

C0 

VB VCC 

HUP HWP HUN 

CR 

Rs 

ホール素 子  

R1 

R2 

VS 

PGU 

PGW 

MU 

MV 

NGU 

NGV 

NGW 

RS 

(15V) 

モータ  

(7.5V) 

－  

＋  
CMP 

Vref フィルタ  

FG 生成  

FG 

CMP 
－  

＋  

0.5V 

CMP 
＋  

－  

不足電圧 検出  

ALL 

OFF 

PWM 

制限  
PWM 

1.23V 

ラップ回路  

GH 

HVP 

HWN 

HVN 

CMP 
－  

＋  

C2 
+ 

- 

デジタルフィルタ  

VSAWL 

2.1V 

ECN30300S 

ECN30301S 

VB 電源  

MW 

 
 

 

内部フィルタ回路 

約 0.7μs以下 

約 0.7μs以下 

入力信号 

出力信号 

 
図 5.6.1 内部フィルタ回路の動作 
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5.7 デッドタイム 

本 ICは、150度の広角通電方式の回路を内蔵しており、上下短絡するモードはありません。このためデッドタイムの

設定は必要ありません。 

 

5.8 外付け部品の選定方法 

(1)標準外付け部品 

・表5.8.1に推奨の外付け部品を示します。 

表5.8.1 外付け部品 

No 部品 標準値 目的 備考 

1 C0 0.22 μF± 20% 内蔵VB電源平滑用 ストレス電圧はVB(=8.2V) 

2 C1,C2 1.0 μF ± 20% チャージポンプ用 ストレス電圧はVCC 

3 D1,D2 耐圧250V以上,1.0A 

trr≦100ns 

チャージポンプ用 高速型ダイオード 

4 Rs 注1 起動電流制限用  

5 CTR 1800 pF ± 5% PWM周波数設定用 ストレス電圧VB(=8.2V)  注2 

6 RTR 22 kΩ ± 5%   

 
 

PGV 
CLOCK 

チャージポンプ  

下アーム  

駆動回路  

上アーム  

駆動回路  

GND 

CB 

CLOCK 

三角波 
発振回路 

VTR 

Vs 

D2 

C+ CL 

D1 

C1 
+ 

- 

Vcc 

三相分配回路  

RTR 

CTR 

 VSP 

過電流検出  

C0 

VB VCC 

HUP HWP HUN 

CR 

Rs 

ホール素 子  

R1 

R2 

VS 

PGU 

PGW 

MU 

MV 

NGU 

NGV 

NGW 

RS 

(15V) 

モータ  

(7.5V) 

－  

＋  
CMP 

Vref フィルタ  

FG 生成  

FG 

CMP 
－  

＋  

0.5V 

CMP 
＋  

－  

不足電圧 検出  

ALL 

OFF 

PWM 

制限  
PWM 

1.23V 

ラップ回路  

GH 

HVP 

HWN 

HVN 

CMP 
－  

＋  

C2 
+ 

- 

デジタルフィルタ  

VSAWL 

2.1V 

ECN30300S 

ECN30301S 

VB 電源  

MW 

Cvs1 

ZDvcc 

Cvcc1 

Cvcc2 

Cvs2 ZDvs 

Ch1 Ch2 Ch3 

Rg1 

Rg2 

Rg3 

Rg4 

Rg5 

Rg6 

図 5.8.1 IC のブロック図と外付け部品 

 

注 1. Rs抵抗と RS端子、GH端子間の配線はできるだけ短くしてください。 

注 2. 外付け MOS/IGBT のソース/エミッタ端子は、できるだけ短くして ICへのノイズ印加を防止してください。 

注 3. PWM周波数は次式で求めます。 

 fPWM ≒ 0.494 / (CTR ･ RTR)  (Hz)  

最大 PWM周波数は、20kHz を目安としてください。 

PWM周波数を上げるとスイッチング損失が増加するため、スイッチング素子の温度上昇が大きくなります。 

実機で温度上昇を確認し、ディレーティングカーブ内でご使用ください。 

注 4. チャージポンプ回路の部品設定についてのご注意 
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標準部品以外をご使用される場合は、下記の注意が必要です。 

 

・C+端子～VS端子間電圧 VCPが低下すると上アーム側のゲート電圧が低下し、ICの発生損失が増加します。VCP

は、VCP<10Vとならないようにしてください。 

 

①コンデンサ 

・容量が小さいと C+端子からの IC内部消費電流によって VCPが減少します。 

・コンデンサに印加される電圧は動作上ほぼ VCCとなります。このためコンデンサの耐圧は VCC電圧以上の

耐圧が必要です。 

 

②ダイオード 

・順方向電圧 VFはできるだけ小さいものを推奨します。VFが大きいと VCPが減少するためです。 

・逆回復時間 trr はできるだけ小さいものを推奨します。trrが大きい場合、チャージポンプ動作時(CL端子

H/L動作時)逆回復電荷 Qrrが大きくなり VCPが減少するためです。 

・CL端子の電圧はおよそ 0Vから VSに変化します。このためダイオードの耐圧は VS電圧以上が必要です。 

・VS=0V で VCC 電源が投入された場合、コンデンサ C1，C2 の充電によってダイオード D1, D2 には突入電流

が流れます。この電流を考慮しダイオードの定格電流を選定してください。 

 

(2)その他の外付け部品について 

 

・電源の安定化と ICを電圧サージから保護するため、表 5.8.2の部品を配置することを推奨します。 

・部品設定については、使用状態に合わせて調整してください。また、電圧サージ吸収の効果を得るため、各部品は IC

端子近傍に設置してください。 

 

表 5.8.2 その他の外付け部品 

No 部品 目的 備考 

1 Cvcc1 高周波ノイズ除去用 周波数特性の良いセラミックコンデンサなど 

2 Cvcc2 VCC電源平滑用 電解コンデンサなど 

3 ZDvcc 過電圧吸収用 周波数特性の良いツェナーダイオード 

4 Cvs1 高周波ノイズ除去用 周波数特性の良いセラミックコンデンサなど 

5 Cvs2 VS電源平滑用 電解コンデンサなど 

6 ZDvs 過電圧吸収用 周波数特性の良いツェナーダイオード 

7 Rg1～Rg6 外部スイッチング素子の高

周波スイッチングの防止 

スイッチング素子のゲート容量に応じて調整 

8 Ch1～Ch3 ノイズ除去用 周波数特性の良いセラミックコンデンサなど 
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6. モータ制御と設定 

6.1 相切替え時のスイッチング動作(トルクリプル低減制御)  

 

 本 ICは、上下アームで発生する相切替え時において、電気角 30度相当のオーバーラップ通電期間(PWM2)を設けてい

ます(製品仕様書の標準タイムチャート参照)。この期間では、PWM デューティ(PWM1)の約 1/2 のデューティ(PWM2)で

スイッチング動作を行います。例えば、PWM1が 80%のとき PWM2は 40%になります。 

 図 6.1.2は、従来製品 ECN3030/3031 によるモータ電流波形の例を示します。これは 120度通電方式です。このケース

では、Uから Vへ相切替えが発生した際に MU－MW間電圧がマイナスになり U相電流は急峻に減少します。 

 一方、図 6.1.1では相切替え時の急峻な電流変化が緩和され、モータのトルクリプルを低減することができます。 

 

 U相 

PGUMU 

NGWGH 

U相電流 

MUMW 
間電圧 

 

PWM2 

PWM1 

V相 相切替え 

 
図 6.1.1 ECN30300S/30301S による Uから V相へ相切替えが発生した際の U 相電流波形(例) 

(標準タイムチャート、状態(4)(5)) 

 
 

 U相 

PGUMU 

NGWGH 

U相電流 

MUMW 
間電圧 

 

PWM 

V相 相切替え 

 
 

図 6.1.2 ECN3030/31 による Uから V相へ相切替えが発生した際の U 相電流波形(例) 
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6.2 トルクリプル低減制御方式の注意 

 相切替え時のオーバーラップ通電期間は、ホール信号が正弦波の場合、電気角で 30度となるように設定されています。

これはホール信号端子 HUP, HVP, HWP端子から 2つの信号を電圧比較することによって得ています。 

 オーバーラップ通電期間が大きくなると、モータの無効電流が増え効率が低下する傾向にありますが、小さくなると

電流の急激な変化を抑制できず、トルクリプル低減効果が得られません。 

 これらを防止するために、以下の点に注意する必要があります。 

・ひずみの少ない正弦波状のホール信号を入力すること。 

・3相のホール信号の大きさ、位相等のばらつきを少なくすること。 

・ホール信号にノイズを重畳させないこと。 

 例えば、モータの誘起電圧を正弦波状に着磁させる、ばらつきの少ないホール素子を選定する、およびノイズ除去用

コンデンサをホール入力に設置する等の対策が重要です。 

 

6.3 ホール素子取り付け位置について 

 

 本広角通電方式では、モータのトルクリプル低減量および効率等の面から、図 6.3.1に示すモータ誘起電圧とホール

素子の取り付け位置が適していると考えます。 

 ただし、モータの性能や効率重視、リプル低減重視などの見方によって、適する位置は変わります。 

 使用の際は、実機システムにおいて十分な評価を行ったうえで決定してください。 

 

 

PGUMU間 

NGUGH間 

PGVMV間 

NGVGH間 

PGWMW間 

NGWGH間 

FG出力   ECN30300S 

      

HUPHUN間 

HVPHVN間 

HWPHWN間 

PWM1 PWM2 

ホール信号端子入力電圧 

出力電圧 

状態 (1) (3) (5) (7) (9) (11) (1) (3) (5) (7) (11) 

(2) (4) (6) (8) (10) (12) (2) (4) (6) (8) (12) 

U 相誘起電圧 V 相誘起電圧 W 相誘起電圧 

モータ相誘起電圧 

-90° 

0° 
 90° 

180° 

270° 

360° -180

° 

 
 

図6.3.1 正回転時のモータ誘起電圧とホール素子の取り付け位置(例) 
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6.4 逆回転での使用について 

標準タイムチャートからモータを逆回転させた場合、図 6.4.1のタイムチャートになります。 

この場合、オーバーラップ通電動作が相切替え時に発生しないため、急激な電流変化を抑制する効果が現れず、トル

クリプル低減効果は得られません。 

逆回転に限らず、図 6.4.1 の入力位相になるモータにおいてトルクリプル低減を行うには、オーバーラップ通電動作

が相切替え時に発生するようホール素子の入力位相を標準タイムチャートに保ち、入出力の U,V,W相の端子を入れ替え

やホール信号の正負を反転させるなどして、モータを回転させてください。 

なお、本 ICには回転方向切替端子がついていません。リアルタイムに回転方向を切り替えるには、外部回路を設ける

などして対応してください。 

 

 

 

PGU-MU 間 

NGU-GH 間 

PGV-MV 間 

NGV-GH 間 

PGW-MW 間 

NGW-GH 間 

FG出力      ECN30300S 

HUP-HUN間 

HVP-HVN間 
 

HWP-HWN間 

PWM1 PWM2 

ホール信号端子入力電圧 

出力電圧 

相切替え時にオーバ

ーラップ動作(PWM2)

が発生しない 

 
図6.4.1 逆回転時のタイムチャート(例) 

 

6.5 ホール ICの使用について 

6.5.1 直接的な使用法の問題点 

・HUN, HVN, HWNを同相入力電圧範囲(3V～VB)以内(例：5V)に固定し、HUP, HVP, HWPにホール信号(0～VB)を入力する

ことで、モータを駆動することができます。 

・しかし以下に示すように、オーバーラップ期間(PWM2)の通電角が 60度化し、かつ不安定になる問題があり、推奨はで

きません。(図 6.5.1.1 ホール IC使用時のタイムチャート例を参照)  

(1)真理値表にあるとおりオーバーラップ期間(PWM2)は、HUP-HVP, HVP-HWP, HWP-HUP間の電圧比較の結果で発生

の有無が決まります。ホール IC を使用するとオーバーラップ期間は同電位であり、IC 内部の電圧比較回路は

不定の状態です。よってオーバーラップ期間が現れたり消えたりする不安定な状態になります。 

(2)タイムチャートにおけるオーバーラップ期間の電気角が 30度から 60度に拡がり、結果的に通電角が 180度に

なります。この状態では、モータの無効電流が増加しモータ効率が低下することがあります。 
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PGUMU間 

NGUGH間 

PGVMV間 

NGVGH間 

PGWMW間 

NGWGH間 
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HUPHUN 間 

HVPHVN 間 

HWPHWN 間 

PWM1 PWM2 

ホール信号端子入力電圧 

出力電圧 
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ECN30301S 

 
図6.5.1.1 ホールIC使用時のタイムチャート(例) 

 

6.5.2 外部回路を使用した応用例 

・ホール ICを使用する場合、オーバーラップ期間が 30度から 60度に広がるため無効電流が発生すること、またこの期

間が不安定になるという問題が発生します。このため、オーバーラップ期間を生じないような入力パターンとします。

この入力方法を実現する一例を以下に示します。 

・なお、本内容は、原理的な動作を示すもので、必ずしも動作を保証するものではありません。 

・本事例の導入にあたっては、実験、試作等によって、必ず動作を確認してください。 

 

 (1)入力パターン 

表 6.5.2.1 に製品仕様書の真理値表を示します。表において、オーバーラップ期間は”PWM2”と表されています。出力

が”PWM2”となる入力状態は、1, 3, 5, 7, 9, 11の奇数行です。これらをひとつ後の偶数行の入力状態と同じにすれば”PWM2”

を”L”の状態に固定でき、120 度通電として駆動することが可能です。 

図 6.5.2.1 に、これを考慮した入力パターンに基づくタイムチャートを示します。 

 

 (2)入力回路 

図 6.5.2.2 に、上記ホール入力パターンを生成する回路の例を示します。 

3つのホール IC信号を源信とし、その反転信号を標準ロジック回路にて生成し、信号間を抵抗の分圧によって合成し

信号を生成します。 

使用する電源は任意ですが、本 IC の CB 端子から得られる電圧(typ. 7.5V)も使用可能です。VB 電源出力電流の最大

定格以下(45mA以下)となるよう R1～R3を設計してください。 

またノイズの影響を受ける場合はコンデンサなどによってフィルタリングをしてください。 

 

 (3)モータの正逆回転について 

図 6.5.2.1 において、各相の 120 度通電は「前半 PWM、後半ベタオン」となっています。これは相切替時の電源回生

電流が生じなくなる効果があるためです。一方、この状態からモータが逆転した場合、「前半ベタオン、後半 PWM」とパ

ターンが変化しますので注意が必要です。 

正逆回転を入れ替えるには、IC1～3の NOT回路をバッファ回路に入れ替えることで実現可能です。 
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表6.5.2.1 真理値表 

No. 状態 入力 出力 

HUP 

-HUN 

HVP 

-HVN 

HWP 

-HWN 

HUP 

-HVP 

HVP 

-HWP 

HWP 

-HUP 

U相 V相 W相 FG 

TOP BOTTOM TOP BOTTOM TOP BOTTOM 30300 30301 

1 1 H L H H L H PWM1 L L H PWM2 L H H 

2 2 H L H H L L PWM1 L L H L L H H 

3 3 H L L H L L H L L PWM2 L PWM1 L H 

4 4 H L L H H L H L L L L PWM1 L H 

5 5 H H L H H L PWM2 L PWM1 L L H H L 

6 6 H H L L H L L L PWM1 L L H H L 

7 7 L H L L H L L PWM1 H L L PWM2 L L 

8 8 L H L L H H L PWM1 H L L L L L 

9 9 L H H L H H L H PWM2 L PWM1 L H L 

10 10 L H H L L H L H L L PWM1 L H L 

11 11 L L H L L H L PWM2 L PWM1 H L L H 

12 12 L L H H L H L L L PWM1 H L L H 

 

 

PGUMU間 

NGUGH間 

PGVMV間 

NGVGH間 

PGWMW間 

NGWGH間 

FG出力   ECN30300S 

HUP 

HVP 

HWP 

PWM1 

ホール信号端子入力電圧 

出力電圧 

状態 (1) (3) (5) (7) (9) (11) (1) (3) (5) (7) (11) 

(2) (4) (6) (8) (10) (12) (2) (4) (6) (8) (12) 

ECN30301S 

HUN 

HVN 

HWN 

HUP-HUN 間 

HVP-HVN 間 

HWP-HWN 間 

HUP-HVP 間 

HVP-HWP 間 

HWP-HUP 間 

 

図6.5.2.1 PWM2を発生させない入力パターンによるタイムチャート(120度通電) 
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HUP 

HUN 

HVP 

HVN 

HWP 

HWN 

 

 

 

 

 

ECN30300

シリーズ 

ホール IC 

ロジック IC 

VB 

VB 

R2 

R2 
R2 

R2 

R1 

R1 

R2 

R2 
R2 

R2 R2 

R2 
R2 

R2 

VHU 

VHV 

VHW 

R3 

R3 

R3 

IC1 

IC2 

IC3 

IC4 

IC5 

IC6 

VB 

 
図6.5.2.2 ホールICを使用したホール入力信号生成回路(例) 

 

 

6.6 FG出力とアナログ速度信号について 

従来品の ECN3030 シリーズでは FG 出力にモノマルチ回路を内蔵していたため、外部に F/V 変換（RC 回路）を置けば

アナログの速度信号を得ることができました。 

本 ICの FG出力は、ホールセンサによる磁極位置信号と同期した信号を出力しますが、モノマルチ回路は内蔵してい

ません。したがってアナログの速度信号を得るには、FG出力にモノマルチ回路を外付けする必要があります 
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7. プリドライバ ICの取り扱い 

7.1 実装方法 

(1)端子間絶縁について 

・下記番号の端子間には高電圧が印加されますので、コーティング処理またはモールドを施してください。 

(ピン No.19～28間) 

・コーティング樹脂は多種多様で、基板の大きさ、厚さなどの形状、その他部品からの影響などが半導体デバイスにど

のような熱的、機械的ストレスが加えられるか不明な点があります。コーティング樹脂の選定にあたっては、基板メ

ーカと相談の上使用してください。 

 

(2)N.C端子の接続について 

・N.C端子(26ピン)は内部の ICチップと絶縁されており、電気的に浮動です。ただし隣接する配線は高圧端子であるた

め配線を接続する際は、絶縁に注意してください。 

 

(3)半田付け条件 

・フロー半田のピーク温度は 260℃以下、浸漬時間は 10秒以下としてください。 

実装によるストレスが大きい(予備加熱による長時間の温度上昇や、実装による応力など)場合、ICの劣化または破壊

の原因となる可能性があります。基板実装後、システムとして確認してください。 

 

(4)ICソケットの使用 

・本 IC は、出力電流が 100mA 以上であり接触抵抗が大きいとノイズが発生し誤動作する可能性があります。IC ソケッ

トの使用は推奨しません。 

 

7.2 静電気対策について 

本 ICは CMOS回路を採用しているため、静電気による IC破壊に十分注意する必要があります。 

以下、取り扱いに対する注意事項を示します。 

・IC 運搬用の容器、治具は、輸送中の振動等外部からの影響によって帯電しないものとしてください。導電性容器を用

いるなど有効な手段をとってください。 

・作業台、機械装置、測定器など ICが触れるものは接地してください。 

・人体衣服に帯電した静電気による破壊を防止するため、IC 取り扱い中は高抵抗(100kΩ～1MΩ程度)を介して人体を接

地してください。 

・他の高分子化合物と摩擦が生じないようにしてください。 

・IC を実装したプリント板を移動する場合には、振動や摩擦が生じないようにするとともに、端子を短絡して同電位に

するなどの配慮が必要です。 

・基板への実装工程では、加湿器などを用い相対湿度を 45～75%程度に維持することが必要です。また、湿度管理が困難

な場合は空気イオン化ブロア(イオナイザーともいう)などの併用が有効です。 
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8. 不具合例(想定) 

 

8.1 外来サージによる VSP端子破壊 

・原因 モータの VSPラインへの外来サージが印加された。 

・症状 VSP信号が IC内部へ伝達されず、モータが回転しない。 

・対策 外来サージが直接 ICへ印加されないように直列抵抗を挿入する。容量を追加すると、より効果的となる。 

 

     

 

プ リ ド ラ イ バIC 
VSP端子 

GND端子 

GND 

VSP 

＜ モ ー タ 端 子 名 ＞ 

＜ モ ー タ 基 板 ＞ 
 

図 8.1.1 VSP 端子処理(例) 

 

8.2 外来サージによる FG端子破壊 

・原因 モータの FGラインへの外来サージが ICへ直接印加された。 

・症状 FG信号が出力されない。 

・対策 外来サージが直接 ICへ印加されないようにモータ基板上にトランジスタを利用したバッファ回路を用いる。 

 

 

＜モータ端子名＞ 

プリドライバ IC  

VCCまたは CB端子  

FG 端子  

GND 端子  GND 

FG 

＜モータ基板＞ 

 
図 8.2.1 FG 端子処理(例) 

 

8.3 VS、VCCラインへの外来サージによるプリドライバ IC破壊(1) 

・原因 モータの VSライン、VCC ラインへの外来サージがプリドライバ ICへ印加された。サージ吸収用ツェナーダイオー

ドのツェナー電圧が ICの最大定格より高いため保護とならなかった。 

・症状 ICの過電圧破壊によって、モータが回転しない。 

・対策 サージ吸収用ツェナーダイオードには、ツェナー電圧が最大定格より低いものを使用する。また、ツェナーダイオ

ードの定格容量をより大きくすることでサージ吸収効果が向上する。 
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8.4 VS、VCCラインへの外来サージによるプリドライバ IC破壊(2) 

・原因 モータの VSライン、VCCラインへの外来サージがプリドライバ ICへ印加された。サージ吸収用のパスコンの容量

が小さいため、サージを十分吸収できなかった。 

・症状 ICの過電圧破壊によって、モータが回転しない。 

・対策 サージ吸収用のパスコンには、外来サージを吸収できる容量のものを使用する。 

 

パスコン：小容量

パスコン：大容量

 
 

図 8.4.1 パスコン容量の違いによるサージ波形(例) 

 

8.5 VS、VCCラインへの外来サージによるプリドライバ IC破壊(3) 

・原因 モータの VSライン、VCCラインへの外来サージがプリドライバ ICへ印加された。基板上の保護素子の位置が悪く、

サージを十分吸収できなかった。 

・症状 ICの過電圧破壊によって、モータが回転しない。 

・対策 サージ吸収用のパスコンやツェナーダイオードを ICの近傍に配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

パスコン：遠い

パスコン：近い

 

 
 

図 8.5.1 パスコンの位置の違いによるサージ波形(例) 
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8.6 VCCラインノイズによるプリドライバ IC破壊(1) 

・原因 VCCラインへ LVSDレベルより低電圧のパルス状のノイズが印加された。このような場合、ICは瞬時的な LVSD動作

を繰り返し、外付けインバータ回路の過熱破壊を引き起こす可能性がある。 

・症状 外付けインバータとプリドライバ ICの過電圧破壊によって、モータが回転しない。 

・対策 ①電源回路部(電源ケーブルのインダクタンス等)の見直しによってモータ VCCラインへ入るノイズをなくす。 

②ICの VCC-GND端子の近傍に、十分な容量のコンデンサをつけノイズを吸収する。 

 

 

VCC電圧レベル: VCC  

ノイズレベル: VCCL 

ノイズパルス幅:TL 

不足電圧検出レベル: LVSDON 

VCC = 15V   VCCL ≦ 10V 

TL = 約 2μs  
  

図 8.6.1 IC 破壊時の VCCノイズ波形(例) 

 

8.7 VCCラインノイズによるプリドライバ IC破壊(2) 

・原因 VCC端子に最大定格を超えるサージ電圧が印加された。 

・症状 ICの過電圧破壊によって、モータが回転しない。 

・対策 ①IC端子に近接してパスコンデンサ C1を配置する。パスコンデンサには、セラミックコンデンサ等の周波数特性

の良いものを付加する。容量の目安は約 1μF。(大きいほど効果がある。) 

②さらに図 8.7.1 のように、VCC のサージ吸収のためモータ基板コネクタ部に近接してコンデンサ C2 等のサージ

吸収素子を配置すると有効である。 

 

モータ電源ケーブル 
VCC 

モータ基板 

コネクタ部 

IC端子 

Vcc 
C1 C2 

プリドライバ IC 

VCC端子 

PCB 

パスコンデンサ 

 
図 8.7.1 サージ電圧保護素子設置(例) 
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8.8 検査装置のリレーノイズによるプリドライバ IC破壊 

・原因 検査装置の電気的オンオフ制御にメカニカルリレーを使用した。リレーのオンオフ時にサージが発生し、IC へ印

加された。 

・症状 ICの過電圧破壊によって、モータが回転しない。 

・対策 リレーは水銀リレー等を使用する。リレーのオンオフ時にサージの発生がないことを確認する。 

 

  

 
図 8.8.1 メカニカルリレー使用時のサージ波形(例) 

 

8.9 モータの欠相 

・原因 欠相状態のモータがセットメーカへ流出した。 

・症状 モータは欠相していても、起動時のロータの位置によって起動する場合がある。そのためモータ回転検査でモータ

の欠相を検出できない。 

・対策 モータの欠相を検出するためには、電流のモニターもしくはトルク脈動のモニターを行う。 

  

正常  

欠相  

 
図 8.9.1 欠相状態での電流波形(例) 
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9. 本書の取り扱い注意事項 

 

(1)本資料は、お客様に用途に応じた適切な当社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報に

ついて当社または第三者の知的財産権やその他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。 

 

(2)本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムなどすべての情報の使用に起因する損害、第三者の知的

財産権その他の権利に対する侵害に関し、当社は責任を負いません。 

 

(3)本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用

しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定める

ところにより必要な手続を行ってください。 

 

(4)本資料に記載の製品データ、図、表などのすべての情報は本資料発行時点のものであり、当社は本資料に記載した製品ま

たは仕様等を予告なしに変更することがあります。当社の半導体製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当

社営業窓口で最新の情報をご確認ください。 

 

(5)本資料に記載した情報は、慎重に制作したものですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合に

おいても、当社はその責任を負いません。 

 

(6)本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機

器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害をおよぼすおそれのあるような機器・シス

テムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません。

これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に当社営業窓口へご照会ください。尚、上記用途に使用され

たことによって発生した損害等について当社はその責任を負いかねますのでご了承願います。 

 

(7)第 6項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないでください。これらの用途に使用されたこ

とによって発生した損害等につきましては、当社は一切の責任を負いません。 

     (a)生命維持装置。 

     (b)人体に埋め込み使用するもの。 

     (c)治療行為(患部切り出し、薬剤投与等)を行うもの。 

     (d)その他、直接人命に影響を与えるもの。  

 

(8)本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件に

つきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につき

ましては、当社はその責任を負いません。 

 

(9)当社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件に

よっては誤動作したりする場合があります。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損

害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計(含むハード

ウエアおよびソフトウエア)の上、出荷保証をお願います。 

 

(10)本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性がありま

す。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願い

します。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、当社はその責任を負いません。 

 

(11)本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断り致します。 

 

(12)本資料に関する詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。 

 


